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Material/Oberfläche:

+0,3

-0,1

-0,3

+0,1

Kanten mit unbe-
stimmter Form nach

DIN ISO 13715

Revision

00
Ersatz für: Ersatz durch: 

⊕ 0,1 mmBohrungen / holes

Passungen / fits   

Gewinde / threads

Positionstoleranz / tolerances of location

0,1 mm

0,01 mm⊕

m
K

Längen und Winkelmaß
Form und Lage

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768

Allg.-Tol Schweißkonst. nach DIN ISO 2768
Längen und Winkelmaß
Form und Lage

B
F

Rz 6,3
Dichtfläche

⊕

Oberflächenbeschaffenheit nach DIN EN ISO 1302
Vakuum-Dichflächen keine
Rillen und Riefen quer zum
Dichtungsverauf zulässig

Bewertungsgruppe für Unregelmäßig-
keiten (Schweißverbindung)
DIN EN ISO 5817 C

Tolerierungsgrundsatz nach ISO 8015
Prüfmaße nach DIN 406-T1

Kopie kann vom Maßstab abweichen. Copy may be not to scale.

Halbzeug:

solutions you need
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www.waferhandling.solutions

Adenso.Solution

state of the art needed cleanroom space
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Adenso.Solutions
FOUP300 VACUUM LOAD PORT
- direct wafer 300 loading 
  into vacuum environment
- no atmospheric handling necessary
- saves a lot of floor space & costs
solutions you need


